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エルピーダメモリ株式会社に対する債権の取立不能のおそれに関するお知らせ 
 
 

当社は、平成24年2月27日付けで、エルピーダメモリ株式会社(東京証券取引所第1部上場、コード6665)が、

会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、同社に対する債権について、以下の通り取立不能または取立遅延

のおそれが生じましたので、お知らせします。 
 

１． 相手方の概要                                                                                           

(１) 商号 エルピーダメモリ株式会社 

(２) 本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 

(３) 代表者の役職氏名 代表取締役社長兼CEO 坂本幸雄 

(４) 事業内容 半導体素子、集積回路等の電子部品の開発、設計、製造、販売および保守など 

(５) 資本金 2,361億円(平成23年9月30日現在) 

 

２． 取立不能または取立遅延のおそれが生じた経緯 

エルピーダメモリ株式会社が会社更生手続開始の申立てを行ったため 

 

３． 債権の種類、金額及び純資産に対する割合 

(１) 債権の種類 
エルピーダメモリ株式会社第4回無担保社債 
(平成17年12月8日発行、社債間限定同順位特約付) 

(２) 金額 額面100百万円 

(３) 純資産に対する割合 13.4% (直近事業年度末の純資産に対する割合) 

 

４． 今後の見通し 

平成24年3月期の業績への影響につきましては、現在精査中であり、その影響が確定し次第、開示いたします。 

 
 

以  上 


